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VORSTELLUNG

Referent

Michael Kress

= Technisches Projektmanagement
= Technische Kundenbetreuung
= Projektabwicklung

= Bej Wurth Elektronik seit 1996

So erreichen Sie mich: -
= Telefon: +49 7955 388807-340 Michael Kress
= E-Mail: michael.kress@we-online.com eitung T
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SLIM.FLEX HANDMUSTER WE.SCOPE
Agenda

1. SLIM.flex Handmuster

= Was sehen wir?
= Material, Stackup

2. SLIM.flex Design

= [ayoutparameter
= Via-Verbindungen

3. Moglichkeiten im Handling beim Bestuckprozess
= QOption FR4 — Lottrager
= Mogliche Varianten
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WAS SEHEN WIR?
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WAS SEHEN WIR?
SLIM.flex 4-Lagen

Bestuckbereich BGA-Pitch 0,35 mm
mit FR4-Verstarkung
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WAS SEHEN WIR?
SLIM.flex 4-Lagen

e s ZIF-Kontakte: 1-seitig oder beidseitig

WURTH = _
ELEKTRON:S o5 Dicke: 0,20 mm + 0,03 mm
MORE THAN o2
YOU EXPECT

Schlangenflex mit ZIF-Kontakt
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WAS SEHEN WIR?

SLIM.flex 4-Lagen
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Embedded Coplanar Strips 1B1A
Z0=500hm==10%

Top- und Bottomseite ohne
Referenzlage und ohne Lotstopplack!

VORTEIL: hoch flexibel




MATERIALAUFBAU
Variante SLIM.flex Ri-4F-Ri, 4-Kupferlagen mit Stiffener

Design 1: partielle Verstarkung aus FR4-Material

Design 3: lasergebohrte pVia-Verbindungen,
kupfer-gefullt fur Via-stacking

—-—-v Design 2: Lieferung auf einem 0,80 mm dicken FR-
Lottrager. PCB nicht verklebt mit Trager!
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BGA 0,35 mm Pitch

BGA-Pitch 0,35 mm mit Lotstoppmaske Litstoppmaskenfreistellung 35 pm

Leiterbreite 75 pm

Design Rules SLIM - oderSLIM  -Technologie | :ﬁg&‘ig:fpgniaske
BGA-Paddurchmesser: @210 pm ) | Lot o Il:ageg
cro ad mlLage

Lotstoppmasken-Steg : 70 pm ,4 auflage1 m Lagea
Lotstoppmasken-Freistellung: 35 um ‘ o

. Microvia Pad
Lasergebohrte pVia: @85 um ¢210ym
Leiterbreiten- und Absténde: 75 pym N >~ B A2

Microvia Pad

Any-layer-Microvia-Technologie ohne PTHs! . i | 2&12‘;?3

Nur pVia in Pad-Technologie mit Copperfilling moglich!

Microvia Pad
$210pum
auf Lage 4
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BGA 0,30 mm Pitch

BGA-Pitch 0,30 mm mit Lotstoppmaske Létstoppmaskenfreistellung 35 pm

Leiterbreite 75 pm

m AuBenlage

Design Rules nur fur SLIM -Technologie |\ = il
BGA-Paddurchmesser: @ 180 pm ” i, :tiii?:
Lotstoppmasken-Steg : 50 pm 7 auflage1  mlages
Lotstoppmasken-Freistellung: 35 um - i o
Lasergebohrte pVia: @ 60 um ZA ;cégvﬁnpad
Leiterbreiten- und Abstande: 75 um \ = — aufiage2

Microvia Pad
Any-layer-Microvia-Technologie ohne PTHs! . / ok

Nur pVia in Pad-Technologie mit Copperfilling moglich!

Microvia Pad
¢ 180 um
auf Lage 4
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ANWENDUNGEN
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STIFFENER
Top und Bottom

Option 1: partielle Verstarkung aus FR4-Material als
quasi-Starrteil

——v Option 2: Lieferung auf einem 0,80 mm dicken FR-
'_ Lottrager. PCB nicht verklebt mit Trager!
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FR4 — LOTTRAGER

Ablosen der bestuckten Leiterplatte vom Trager

Losung:

=  Wir produzieren die
Leiterplatte auf
Wunsch mit einem
FR4-Lottrager, Dicke
0,80 mm

= Die Kontur ist laser-
geschnitten mit Micro-
Haltestegen

= Anheben mit Stift und
Austrennen ohne
weiteres Werkzeug
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FR4 — LOTTRAGER

Optionen

= Stufenschablonen = Dispenser-Prozesse = Optimierte Rahmen
Partieller Lotpastendruck in eine Partieller Lotpastendruck in eine Liefernutzenrahmen fur
vertiefte SMD-Lotstelle vertiefte SMD-Lotstelle Spannvorrichtungen optimiert
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ZUSAMMENFASSUNG

SLIM.flex — Handmuster, viele weitere Anwendungsmaoglichkeiten

SLIM.flex und SLIM.hdi Technologie bieten hohe Freiheitsgrade im Design und Layout
Vielfaltiger Einsatz von Stiffenern flr partielle Versteifungen der Leiterplatte
FR4-Lottrager als Bestuckhilfe

Weitere Optionen flr Bestuckungsprozesse, sprechen Sie einfach mit uns, wir finden eine Losung!

Hier >
finden Sie die ausfuhrliche Handmusterbeschreibung s
Konnen Sie Ihr personliches Handmuster anfordern

111}
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https://www.we-online.com/we-scope

VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT




